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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年7月12日(2012.7.12)

【公開番号】特開2011-3749(P2011-3749A)
【公開日】平成23年1月6日(2011.1.6)
【年通号数】公開・登録公報2011-001
【出願番号】特願2009-145946(P2009-145946)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  23/28    　　　Ｆ
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【手続補正書】
【提出日】平成24年5月25日(2012.5.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形状の基板と、
　前記基板上に実装された電子部品と、
　前記基板上の周縁部に立設された電極ポストと、
　前記電子部品および前記電極ポストを被覆して前記基板上に設けられた封止樹脂と、か
らなり、
　前記電極ポストの端面が、前記封止樹脂表面に露出した構造体を有し、
　前記電極ポストの端面上に配設される導電性接合材と、前記封止樹脂の表面上で且つ該
電極ポストの端面露出位置と異なる位置に配設される接合材とによって、前記封止樹脂の
表面にシールド材が接合されていること
を特徴とする電子装置。
【請求項２】
　前記接合材は、前記導電性接合材に対して、弾性率が小さいこと
を特徴とする請求項１記載の電子装置。
【請求項３】
　前記電極ポストは、前記基板の周縁部の一箇所に設けられており、
　前記接合材は、前記基板の異なる三つのコーナー部に配設されていること
を特徴とする請求項１または請求項２記載の電子装置。
【請求項４】
　前記電極ポストは、前記基板の一つのコーナー部に立設されていること
を特徴とする請求項１～３のいずれか一項記載の電子装置。
【請求項５】
　前記封止樹脂は、表面の前記電極ポストが露出する部分が窪んだ形状を有すること
を特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載の電子装置。
【請求項６】
　前記シールド材は、前記基板の側面位置まで覆う形状を有すること
を特徴とする請求項１～５のいずれか一項記載の電子装置。
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【請求項７】
　前記電極ポストは、複数の電極ポストが近接させて設けられていること
を特徴とする請求項１～６のいずれか一項記載の電子装置。
【請求項８】
　矩形状の基板に電子部品を実装する工程と、
　前記基板の周縁部に電極ポストを立設する工程と、
　前記電子部品および前記電極ポストを、封止樹脂を用いてモールドして、モールドパッ
ケージを形成する工程と、
　前記モールドパッケージの上層部分の封止樹脂を除去して、前記電極ポストの端面を露
出させる工程と、
　前記電極ポストの端面上に導電性接合材を配設する工程と、
　前記封止樹脂の表面上であって、且つ前記電極ポストの端面が露出する位置とは異なる
位置に接合材を配設する工程と、
　前記導電性接合材と前記接合材とによって、前記封止樹脂の表面にシールド材を接合す
る工程と、を備えること
を特徴とする電子装置の製造方法。
【請求項９】
　前記接合材は、前記導電性接合材に対して、弾性率が小さいこと
を特徴とする請求項８記載の電子装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記モールドパッケージの上層部分の封止樹脂を除去して、前記電極ポストの端面を露
出させる工程は、
　前記電極ポストの立設位置の上方位置における封止樹脂のみを除去して、前記電極ポス
トが露出する部分を窪んだ形状にする工程であること
を特徴とする請求項８または請求項９記載の電子装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記基板の周縁部に電極ポストを立設する工程は、
　前記基板の周縁部の一箇所に電極ポストを立設する工程であり、
　前記接合材を配設する工程は、
　前記基板の異なる三つのコーナー部に接合材を配設する工程であること
を特徴とする請求項８～１０のいずれか一項記載の電子装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記基板の周縁部に電極ポストを立設する工程は、
　前記基板の一つのコーナー部に電極ポストを立設する工程であること
を特徴とする請求項８～１１のいずれか一項記載の電子装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記シールド材は、前記基板の側面位置まで覆う形状を有すること
を特徴とする請求項８～１２のいずれか一項記載の電子装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記基板の周縁部に電極ポストを立設する工程は、
　複数の電極ポストを近接させて立設する工程であること
を特徴とする請求項８～１３のいずれか一項記載の電子装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　開示の電子装置は、矩形状の基板と、前記基板上に実装された電子部品と、前記基板上
の周縁部に立設された電極ポストと、前記電子部品および前記電極ポストを被覆して前記
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基板上に設けられた封止樹脂と、からなり、前記電極ポストの端面が、前記封止樹脂表面
に露出した構造体を有し、前記電極ポストの端面上に配設される導電性接合材と、前記封
止樹脂の表面上で且つ該電極ポストの端面露出位置と異なる位置に配設される接合材とに
よって、前記封止樹脂の表面にシールド材が接合されていることを要件とする。
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